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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年10月16日(2008.10.16)

【公開番号】特開2005-253034(P2005-253034A)
【公開日】平成17年9月15日(2005.9.15)
【年通号数】公開・登録公報2005-036
【出願番号】特願2004-147241(P2004-147241)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｈ   9/145    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/145   　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月2日(2008.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　さらに、前記主電極層の上にＴｉＮ（窒化チタン）またはＴｉＯｘＮｙ（ただし０＜ｘ
＜０．２，ｘ＋ｙ＝１）からなる保護層が積層されていると前記主電極層の結晶構造が安
定化し、エレクトロマイグレーションやストレスマイグレーションに対する耐性を向上さ
せることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　本実施の形態では、くし歯状電極部１３は下地層２１と、下地層の上面に接して積層さ
れた主電極層２２と、主電極層２２の上に積層された保護層２３からなる積層構造を有し
ている。同様に、くし歯状電極部１４も、下地層２５と、下地層２５の上面に接して積層
された主電極層２６と、主電極層２６の上に積層された保護層２７からなる積層構造を有
している。保護層２３及び保護層２７はＴｉＮ（窒化チタン）またはＴｉＯｘＮｙ（ただ
し０＜ｘ＜０．２，ｘ＋ｙ＝１）によって形成されている。下地層２１、２５は例えばＴ
ｉＮ（窒化チタン）、ＴｉＯｘＮｙ（ただし０＜ｘ＜０．２，ｘ＋ｙ＝１）、Ｎｉ、Ｆｅ
、Ｍｇ、Ｃｏ、Ｏｓのいずれか１種または２種以上によって形成される。これらの材料の
結晶の最近接原子間距離は２．４０Å～３．３０Åの範囲にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　さらに、主電極層２２、２６（またはＡｌ層）の上にＴｉＮ（窒化チタン）またはＴｉ
ＯｘＮｙ（ただし０＜ｘ＜０．２，ｘ＋ｙ＝１）からなる保護層２３、２７が積層されて
いるので、主電極層２２、２６の結晶構造が安定化し、エレクトロマイグレーションやス
トレスマイグレーションに対する耐性を向上させることができる。ただし、保護層２３、
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２７は形成されなくともよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　Ｙカット角４６°のＬｉＴａＯ3からなる圧電性基板の上にＡｌＳｃＣｕ合金からなる
Ａｌ合金層（主電極層）を下地層を介してスパッタ法を用いて成膜した。下地層をＴｉＮ
によって形成した弾性表面波素子のくし歯状電極部をＬｉＴａＯ3基板のＸ軸に直交する
断面から観察した拡大写真を実施例１として図５に示す。図６は図５に示した写真を模式
図的に示したくし歯状電極部の部分側面図である。下地層をＴｉによって形成した弾性表
面波素子のくし歯状電極部の拡大写真を比較例１として図７に、下地層をＭｏによって形
成した弾性表面波素子の歯状電極部の拡大写真を比較例２として図８に示す。図９、図１
０はそれぞれ図７、図８に示した写真を模式図的に示したくし歯状電極部の部分側面図で
ある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　次に、Ｙカット角４８°のＬｉＴａＯ3からなる圧電性基板の上にＣｕＡｇ合金からな
る主電極層を下地層を介してスパッタ法を用いて成膜した。下地層をＴｉＮによって形成
した弾性表面波素子のくし歯状電極部をＬｉＴａＯ3基板のＸ軸に直交する断面から観察
した拡大写真を実施例として図１１に示す。図１２は図１１に示した写真を模式図的に示
したくし歯状電極部の部分側面図である。主電極層をＣｕＡｇ合金、下地層をＴｉによっ
て形成した弾性表面波素子のくし歯状電極部の拡大写真を比較例３として図１３に、下地
層をＣｒによって形成した弾性表面波素子のくし歯状電極部の拡大写真を比較例４として
図１４に、下地層をＴａによって形成した弾性表面波素子のくし歯状電極部の拡大写真を
比較例５として図１５に、下地層をＴａＮによって形成した弾性表面波素子のくし歯状電
極部の拡大写真を比較例６として図１６に、下地層をＴｉ／Ｔａ積層膜によって形成した
弾性表面波素子のくし歯状電極部の拡大写真を比較例７として図１７に示す。図１８ない
し図２２はそれぞれ図１３ないし図１７に示した写真を模式図的に示したくし歯状電極部
の部分側面図である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　一方、比較例３ないし７の弾性表面波素子のくし歯状電極部の下地層及び主電極層は｛
１１１｝方位の配向が実施例のものに比べて弱い。表２に実施例、比較例３ないし７の主
電極層のＸ線回折による｛１１１｝面のピーク強度を示す。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
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　実施例の電極パタンは下地層をＴｉＮ（膜厚１０nm）で形成した。比較例の電極パタン
は下地層をTi（膜厚１０nm；比較例１）、Mo（膜厚１０nm；比較例２）で形成した。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　　くし歯状電極部のくし歯部の幅寸法W  ：　０．５μm
　　くし歯状電極部のくし歯部の間隔幅P  ：　０．５μm
　　くし歯状電極部のくし歯部の長さ寸法L  ：　３３μmもしくは５０μm
　　くし歯状電極部のAl合金層の膜厚　：　１２０nm
　なお弾性表面波素子に対する入力周波数ｆ0はｆ0＝（共振周波数ｆｒ＋反共振周波数fa
r）／２である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　　くし歯状電極部のくし歯部の幅寸法W  ：　０．５μm
　　くし歯状電極部のくし歯部の間隔幅P  ：　０．５μm
　　くし歯状電極部のくし歯部の長さ寸法L  ：　３３μmもしくは５０μm
　　くし歯状電極部のAl合金層の膜厚　：　１２０nm
　なお弾性表面波素子に対する入力周波数ｆ0はｆ0＝（共振周波数ｆｒ＋反共振周波数fa
r）／２である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　図７３、図７４、図７５はYカット角をかえたLiTaO3からなる圧電性基板の上にＣｕＡ
ｇ合金からなる主電極層（膜厚を８０nm）を下地層TiN（膜厚５nm）を介してスパッタ法
を用いて成膜し、さらにその上に保護膜Ｃｒ（膜厚５nm）を積層して弾性表面波素子を形
成した共振器のそれぞれ反射係数Ｓ11と帯域幅ΔｆとＲｍを示すグラフである。ここでＲ
ｍ＝Ｒｓ－Ｒｅ（Ｒｓ；くし歯状電極部と接続電極部の５００Ｈｚにおける電気抵抗、Ｒ
ｅ；共振周波数ｆｒにおけるくし歯状電極部の電気抵抗と機械振動損失の和）である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３１】
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【表３】
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